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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe so-
wie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind 
im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3719. 

Einleitung 
Die sich immer schneller ändernden Märkte bilden 
eine Herausforderung für produzierende Unterneh-
men. Nahezu alle Einflussfaktoren, die auf die Unter-
nehmen wirken, wie Kunden, Technologien, Gesetze 
usw., verändern sich dynamisch. Diese Situation ist 
grundsätzlich nicht neu. So führte beispielsweise die 
Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur 
Einführung der Arbeitsteilung und der Trennung von 
planenden und ausführenden Tätigkeiten. Heute führt 
die zunehmende Individualisierung von Produkten 
zu einer zunehmenden Variantenvielfalt und kürze-
ren Produktlebenszyklen. Gleichzeitig steigen die 
Komplexität der Produkte und die Qualitätsanforde-
rungen. Dies führt bei den Unternehmen zu einem 
stetig wachsenden Zeit- und Innovationsdruck in der 
Produkt- und Prozessentwicklung. Die räumliche In-
tegration mechanischer und elektronischer Kompo-
nenten, verbunden mit Funktionsintegration und Mi-
niaturisierung, eröffnet dabei neue Möglichkeiten in 
der Produktgestaltung. Insbesondere räumliche 
Schaltungsträger ermöglichen durch die hohe Gestal-
tungsfreiheit die Realisierung hochintegrierter Sys-
teme und damit ein enormes Rationalisierungspoten-
zial im Hinblick auf den Produktionsprozess.  
Bereits in den 1970er-Jahren starteten erste Unter-
nehmen vor allem in den USA, aber auch zuneh-
mend in Europa, elektrische Verbindungselemente 
auf Basis thermoplastischer Verbindungsmateria-
lien im Spritzguss herzustellen. Dies bildete den 
Grundstein für die Entwicklung räumlicher Schal-
tungsträger. Anfang der 1990er-Jahre setzte sich der 
Begriff „Molded Interconnect Devices“ (MID) für 
spritzgegossene Formteile mit strukturiertem Lei-
terbild durch. Anhand dieser Definition wurde mit 

dem Kürzel MID vornehmlich die Integration von 
mechanischen und elektrischen Funktionen auf ther-
moplastischen Substraten in Verbindung gebracht.  
Eine Erweiterung des Begriffs „MID“ zu „Mechat-
ronic Integrated Devices“ berücksichtigt, dass drei-
dimensionale Formteile mit integrierter Leiterstruk-
tur nicht zwingend spritzgegossen und aus thermo-
plastischem Kunststoff sein müssen, sondern auch 
aus anderen Materialien wie Duroplaste, Kerami-
ken, Metallen oder Materialverbünden hergestellt 
werden können. Des Weiteren können durch neue 
Fertigungstechnologien neben mechanischen und 
elektrischen auch weitere Funktionen, z. B. opti-
sche, thermische oder fluidische, in einem integrier-
ten Bauteil realisiert werden.  
Die MID-Technologie wird in einer steigenden An-
zahl von industriell gefertigten Produkten einge-
setzt. Neben der stückzahlmäßig größten Applika-
tion im Bereich von Antennen für mobile Endgeräte 
werden verstärkt auch Applikationen aus dem Au-
tomotive-Sektor oder der Medizintechnik bedient. 
Die Herstellungskette für MID wird von verschie-
denen Anbietern aus der Industrie und Forschung 
beherrscht, wobei sich diese Anbieter zum Teil auf 
einzelne Abschnitte der komplexen Prozesskette 
spezialisiert haben. Vor allem bei einer verteilten 
Wertschöpfungskette ist für die Qualitätssicherung 
in der MID-Produktion der Bedarf einer Vernetzung 
von Fertigungspartnern und Kunden über definierte 
Schnittstellen gegeben. 
Diese Richtlinie zur Qualitätssicherung in der MID-
Produktion dient in einem ersten Schritt der Fin-
dung eines konsolidierten Standpunkts zur Vorge-
hensweise bei der Produktion zuverlässiger MID-
Bauteile. Sie richtet sich an Anwender und Produ-
zenten mechatronisch integrierter Baugruppen. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie stellt einen Rahmen für die pro-
zesstechnologische Vielfalt räumlicher Schaltungs-
träger dar. Im Zuge der Entwicklung der Prozess-
technologien haben sich unterschiedliche Begriffe 
gebildet, die häufig nicht eindeutig definiert und 
voneinander abgegrenzt sind. Darüber hinaus bietet 
der Markt verschiedene Verfahren an, deren Chan-
cen, Möglichkeiten und Grenzen hinsichtlich ihrer 
Anwendung nicht immer deutlich zu erkennen sind. 
Dem Anwender (Auftraggeber) und dem Hersteller 
(externer wie interner Dienstleister) werden so pra-
xiserprobte Hinweise und Empfehlungen gegeben, 
die die Kommunikation zwischen Kunde und Liefe-
rant verbessern und zu einer verbindlichen Leis-
tungsgestaltung und einer reibungsfreien Abwick-
lung beitragen. 
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Die Richtlinie 
• erläutert die kommerziell erhältlichen und be-

währten Fertigungsverfahren,
• ermöglicht eine bessere Bewertung verschiede-

ner Fertigungsverfahren,
• nennt die entscheidenden Qualitätsmerkmale

verschiedener Fertigungsverfahren und
• empfiehlt Umfang und Inhalt von Prüfungen und

Lieferbedingungen.
Sie ist überall dort anwendbar, wo mechatronisch 
integrierte Baugruppen eingesetzt werden. Das be-
trifft vor allem die Bereiche: 
• Produktentwicklung mechatronisch integrierter

Baugruppen
• Fertigung mechatronisch integrierter Baugruppen
• Qualitätssicherung mechatronisch integrierter

Baugruppen
• den Einsatz mechatronisch integrierter Baugrup-

pen
Generelle Informationen zur Herstellung mechatro-
nisch integrierter Baugruppen sind in VDI/ 
VDE 3719 Blatt 1 zu finden; die Beiblätter behan-
deln die spezifischen Charakteristika der Verfahren 
zur selektiven Metallisierung. 
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